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【57】申請專利範圍
1.　一種車用發光二極體頭燈，包括：一本體，包括一貫穿槽、一殼體、一頭端座及一尾端
座，該殼體包覆該貫穿槽，該頭端座位於該貫穿槽一端具一第一開口端，該尾端座位於

該貫穿槽另一端具一第二開口端；一發光二極體封裝模組，容置於該尾端座之該第二開

口端，其包括一線路層、一金屬基板、一電性連接器、一發光二極體陶瓷封裝元件、一

陶瓷基板、一可透光封裝體、一電性連接板，其中，至少一發光二極體晶片電性連接該

線路層，且至少一螢光體塗佈於該至少一發光二極體晶片表面上及至少一模鑄透鏡包括

以連續不分離方式或個別分離方式包覆該至少一螢光體及該至少一發光二極體晶片，並

藉由該至少一模鑄透鏡的表面曲率調整，使該至少一發光二極體晶片發射出光具準直

化，而該金屬基板具有相對之一第一表面及一第二表面，該金屬基板為散熱特性的金屬

材料構成，該電性連接器開設有一鏤孔，並包含至少一凹部，該至少一凹部係圍繞設置

於該鏤孔之周緣，又，該電性連接器貼附於該金屬基板之該第一表面上，該電性連接器

一端具複數接電部，該發光二極體陶瓷封裝元件係用於發射光線，且設置於該電性連接

器之該鏤孔中，並貼合於該金屬基板之該第一表面上，而該陶瓷基板為具電氣絕緣特性

的陶瓷材料構成，該線路層形成於該陶瓷基板之表面上，該線路層一端更包括複數電極

部，該至少一發光二極體晶片固接於該陶瓷基板之表面上，並電性連接該線路層，而該

可透光封裝體形成於該陶瓷基板之表面上，包含至少一封裝膠體、該至少一螢光體及該

至少一模鑄透鏡，該至少一模鑄透鏡係包覆該至少一螢光體、該至少一封裝膠體及該至

少一發光二極體晶片，再者，該電性連接板的表面上形成複數導電部，一端用於貼附該

發光二極體陶瓷封裝元件之該線路層，並電性連接該線路層之該等電極部，另一端用於

貼附該電性連接器之該等接電部，並電性連接該等接電部；一光欄，位於該貫穿槽內且

緊臨該尾端座之該第二開口端，具有一貫穿孔，該貫穿孔具有一第三開口端及一第四開

口端，該發光二極體封裝模組之該至少一模鑄透鏡容置於該第四開口端，藉由調整該貫

穿孔長度，使射出光從該光欄射出，供修補光形的光斑形狀；以及一光學成像透鏡，位
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於該頭端座之該第一開口端，與該光欄之該第三開口端形成一容置空間，供修補從該光

欄射出之光形的光斑形狀，調整光形成像大小與測試位置的光強度。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之車用發光二極體頭燈，其中，更包括至少一準直化透鏡，
與該至少一模鑄透鏡組合形成一第一透鏡群，供該等發光二極體晶片發射光角度縮小集

中照射至指定位置。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之車用發光二極體頭燈，其中，更包括至少一成像透鏡，與
該光學成像透鏡組合形成一第二透鏡群，供補強光形成像測試位置的光強度。

4.　如申請專利範圍第 1項所述之車用發光二極體頭燈，其中，該光學成像透鏡包括非球面
鏡頭、雙曲面透鏡或微結構鏡頭。

5.　如申請專利範圍第 1項所述之車用發光二極體頭燈，其中，該至少一發光二極體晶片排
列至少 1列，每列該等發光二極體晶片數量相等或不相等。

6.　如申請專利範圍第 5項所述之車用發光二極體頭燈，其中，該至少一模鑄透鏡列與列間
排列形狀包括平行、傾斜相對、向上傾斜或向下傾斜。

7.　如申請專利範圍第 1項所述之車用發光二極體頭燈，其中，該殼體內部表面包括黑色吸
收面、白色擴散面或鏡面反射面。

8.　如申請專利範圍第 1項所述之車用發光二極體頭燈，其中，該電性連接器更包含複數定
位槽，該等定位槽凹設在該接電部兩側，可供一外部電源插拔連接。

9.　如申請專利範圍第 1項所述之車用發光二極體頭燈，其中，該至少一發光二極體晶片排
列至少 1列，每列該等發光二極體晶片數量相等或不相等。

10.   如申請專利範圍第 1項所述之車用發光二極體頭燈，其中，該至少一螢光體形成於該至
少一封裝膠體表面上。

11.   如申請專利範圍第 1項所述之車用發光二極體頭燈，其中，該至少一封裝膠體包覆塗佈
於該至少一發光二極體晶片表面上之該至少一螢光體。

12.   如申請專利範圍第 1項所述之車用發光二極體頭燈，其中，該至少一螢光體與該至少一
封裝膠體混合成形塗佈於該至少一發光二極體晶片表面上。

13.   如申請專利範圍第 1項所述之車用發光二極體頭燈，其中，更包括一散熱組件，包含有
一散熱金屬基板具有相對之一第三表面及一第四表面、至少一熱管以及至少一散熱鰭

片，該散熱金屬基板之該第三表面貼附於該發光二極體封裝模組之該金屬基板之該第二

表面，該至少一熱管貼附於該散熱金屬基板之該第四表面，該至少一散熱鰭片貼設於該

至少一熱管上。

14.   如申請專利範圍第 13項所述之車用發光二極體頭燈，其中，該至少一熱管包括一吸熱段
及一放熱段，該吸熱段貼附於該散熱金屬基板之該第四表面，該放熱段貼附於該至少一

散熱鰭片。

15.   如申請專利範圍第 13項所述之車用發光二極體頭燈，其中該金屬基板更包含有複數第一
穿孔，該電性連接器更包含有複數第二穿孔，該散熱金屬基板更包含有複數第四鎖孔，

藉由複數固定元件通過相對之該等第一穿孔、該等第二穿孔與該散熱金屬基板相對之該

等第四鎖孔鎖固，而該等第二穿孔孔徑大於或等於該等第一穿孔孔徑。

16.   如申請專利範圍第 15項所述之車用發光二極體頭燈，其中該後端座更包含複數第五穿
孔，該散熱金屬基板更包含複數第六鎖孔，藉由複數固定元件通過該等第五穿孔與該散

熱金屬基板相對之該等第六鎖孔鎖固。

17.   如申請專利範圍第 1項所述之車用發光二極體頭燈，其中，更包括至少一準直化透鏡，
與該至少一模鑄透鏡組合形成一第一透鏡群，供該至少一發光二極體晶片發射光角度縮

小集中照射至指定位置。

(2)
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18.   如申請專利範圍第 1項所述之車用發光二極體頭燈，其中，更包括至少一成像透鏡，與
該光學成像透鏡組合形成一第二透鏡群，供補強光形成像測試位置的光強度。

圖式簡單說明

圖 1係本發明較佳實施例之車用發光二極體頭燈立體分解透視圖。
圖 2係本發明第二實施例之發光二極體封裝模組立體分解圖。
圖 3係本發明第二實施例之發光二極體陶瓷封裝元件部分剖視圖。
圖 4係本發明第三實施例之發光二極體封裝模組立體分解圖。
圖 5係本發明第四實施例之發光二極體封裝模組立體分解圖。
圖 6係本發明第五實施例之車用發光二極體頭燈立體分解透視圖。
圖 7係本發明第五實施例之發光二極體封裝模組立體分解圖。

(3)
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